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Willkommen
beim FED

Brucken bauen in
Technik und Teamwork

Es ist mir eine groBe Freude, Sie zur 32. FED-
Konferenz in Ulm einzuladen. Als zentrale
Plattform fir alle, die sich mit Design und Fer-
tigung von Leiterplatten und Baugruppen be-
schaftigen, bietet die Tagung eine einzigartige
Gelegenheit, sich mit Kollegen zu vernetzen,
Wissen zu teilen und von den Erfahrungen an-
derer zu lernen.

Der FED spielt eine Schliisselrolle als Briicken-
bauer zwischen Design und Fertigung, wo-
durch nicht nur das Teamwork in der Branche
gefordert, sondern die Grundlagen fiir kiinftige
Innovationen gelegt werden. Der Austausch
von Wissen und Erfahrungen ist unerlass-
lich, um die Herausforderungen unserer Zeit
— wie Lieferkettenmanagement, Klimaschutz
und den Fachkraftemangel — erfolgreich zu
meistern. Durch Vortrage, Expertenrunden
und Diskussionen haben Sie die Gelegenheit,
sich auszutauschen und wertvolle Kontakte zu
kniipfen.

Ich lade Sie ein, Teil unserer Community zu
sein, sich zu engagieren und von den Erfah-
rungen lhrer Kollegen zu profitieren. Lassen
Sie uns von- und miteinander lernen und ge-
meinsam neue Wege erkunden und Lésungen
entwickeln, die unsere Branche voranbringen.

Ihr Dieter Miiller
Vorstandsvorsitzender des FED

Keynotes

MI|18.09. |
08:45 UHR

Automatisiertes Fahren -
warum machen wir das
und warum dauert es
noch so lange?

Prof. Dr.-Ing. Steven Peters

Mit einer tiefgreifenden Analyse zum automatisierten Fahren eroffnet
Prof. Dr-Ing. Steven Peters, Leiter des Fachgebiets Fahrzeugtechnik an
der TU Darmstadt, die Fachvortrdge der FED-Konferenz. Als ehemaliger
Leiter des ,Al Research” Teams bei Mercedes-Benz und Mitglied des
Technologieprogramms am Vision EQXX, liefert er einzigartige Einbli-
cke in eine der anspruchsvollsten Anwendungen von K.

Der Vortrag erortert einerseits die wesentlichen Motive fir eine Auto-
matisierung des Verkehrs und schildert andererseits die aktuellen
Herausforderungen und erwartbaren nachsten Schritte ausgewahlter
Anwendungsbereiche des sicheren und energieeffizienten Fahrens.

DO |19.09. |
08:45 UHR

Wie uns innere Starke
zum Ziel fiihrt

Marc Gassert

Experte fiir Disziplin,
innere Starke und Mut

,Nicht das Anfangen wird belohnt, sondern das Durchhalten!” Dieser Leit-
satz pragt Marc Gasserts fesselnde Rede uber Disziplin, innere Starke
und Mut. Der Meister in Karate, Taekwondo und Shaolin Kung Fu bietet
tiefe Einblicke in die Kunst der Selbstdisziplin, gelernt von Grolmeistern
der asiatischen Kampfkunst und verfeinert durch akademisches Wissen
in Kommunikation.

In seinem Vortrag entflhrt er in die Welt asiatischer Weisheiten und er-
klart, wie man mit der ,TOOLBOX" der Selbstdisziplin personliche Ziele
nachhaltig erreichen kann. Der Vortrag ist voller Inspiration, tiefgriindig
und spannend, reich an bildhaften Vergleichen und praktischen Tipps.



Highlights

Die Konferenz erleben

Entdecken Sie eine Vielfalt an I6sungsorientierten Fachvortragen
in vier parallelen Slots und erkunden Sie unsere begleitende Aus-
stellung, die sich auf zwei Etagen direkt vor den Tagungsraumen
erstreckt. An 42 Standen prasentieren sich Design- und Leiterplatten-
experten, Software-Anbieter und Zulieferer fir die Elektronikfertigung.

Zwischen den Ausstellungsstanden laden Catering-Bereiche und
Stehtische zum Verweilen ein, bieten ideale Treffpunkte fir regen
Austausch und fordern das Knipfen neuer Kontakte. Nutzen Sie
die Gelegenheit, ihr berufliches Netzwerk zu erweitern und sich mit
Branchenexperten auszutauschen.

Finale im PCB Design Award

Zum siebten Mal seit 2012 hat der FED alle Leiterplattendesigner in
Deutschland, der Schweiz und Osterreich aufgerufen, eine Arbeit aus
ihrem Alltag einzureichen. An einem beliebigen Projekt sollten die
PCB-Designer die an sie gestellte Aufgabe und Losung beschreiben
und mit Detailbildern und Fotos der Baugruppe veranschaulichen.

Eine sechskopfige Fachjury hat die Beitrage bewertet — nach tech-
nischem Anspruch, Fertigharkeit und Dokumentation — unabhangig,
streng vertraulich und anonym. Welche PCB-Designer den wertvollen
Berufspreis erhalten, verréat die Jury bei der Siegerehrung am ersten
Konferenztag.

Gemeinsam entspannen

Lassen Sie den ersten Konferenztag entspannt ausklingen und ver-
binden Sie beruflichen Austausch mit vergniglicher Entspannung.
Wir laden Sie herzlich ein, am After Work Event teilzunehmen. In ge-
fuhrten Gruppen erkunden wir gemeinsam die historische Altstadt
von Ulm, begleitet von erfahrenen Géastefiihrern, die Ihnen spannende
Einblicke und Geschichten bieten.

Nach der Tour freuen wir uns darauf, Sie in entspannter Atmosphéare
zum gemeinsamen Abendessen im Tagungszentrum willkommen zu
heillen und den Tag gemeinsam genussvoll zu beenden. Genielien
Sie die gute Stimmung und unterhaltsame Aktivitat.

PCB-Designer von morgen

Vor drei Jahren startete FED-Kursleiter Gerhard Groner an der Ro-
bert-Bosch-Schule in UIm fir die angehenden Techniker der Berufs-
bildenden Schule eine zweijahrige Zusatzausbildung in Leiterplatten-
layout. In Zusammenarbeit mit den Lehrkraften wurden praktische
Ubungen an eigens erstellten Mustern entwickelt. Die Ausbildung
schliet mit einer dreiteiligen Zusatzprifung ab, die ein Zertifikat
des FED bescheinigt.

Die Nachwuchsdesigner sind in der Ausstellung mit einem Stand
vertreten. Tauschen Sie sich dort mit ihnen aus und informieren Sie
sich aulterdem Uber das Aus- und Weiterbildungsangebot des FED.



Mittwoch, 18. September 2024
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ANMELDUNG AM FED-EMPFANG
UND BESUCH DER AUSSTELLUNG

EROFFNUNG DER 32. FED-KONFERENZ
Dieter Mller, Vorstandsvorsitzender des FED

KEYNOTE: AUTOMATISIERTES FAHREN - WARUM MACHEN WIR DAS UND WARUM DAUERT ES NOCH SO LANGE?

Prof. Dr. Steven Peters

VERLEIHUNG PCB DESIGN AWARD 2024

PAUSE UND BESUCH DER AUSSTELLUNG

DESIGN & LEITERPLATTE

Beschaffung von PCB aus
verschiedenen Quellen —
Bewertungsverfahren fiir die
Wareneingangspriifung

Lutz Bruderreck

Technolab

FTIR: Neuartige Wege zur
Erkennung gefalschter elek-
tronischer Bauteile

Paul Braun
S| Electronics

PAUSE MIT MITTAGSIMBISS UND BESUCH DER AUSSTELLUNG

PFAS-Verbot & mogliche
Strategien dem Problem zu
begegnen

Thorsten Leist
HTV Conservation

Einfluss von Umweltbedin-
gungen auf die Zuverlassig-
keit von Leiterplatten in 5G
Baugruppen

Hans Walter

Fraunhofer IZM

AVT & 3D-ELEKTRONIK

Designrules fiir digitalen
Lotstopplack — wo liegen die
aktuellen Moglichkeiten

Michael Matthes
Wirth Elektronik

Die 3. Dimension im
Schablonendruck

Sebastian Bechmann
Christian Koenen

Klettwelding AVT-Prozess —
ein zuverlassiger Ersatz von
Lot- oder Bondverbindungen

Dr. Sebastian Quednau
GED und Nanowired

Neue Materialien, Prozesse
und Anwendungen in der
3D gedruckten Elektronik-
technologie

Dr. Rolf Baltes

JAMES

FERTIGUNG

Kl-Unterstiitzung bei der
Prozesssteuerung von SMD-
Linien in der Elektronik-
industrie

Michael Zahn

Koh Young Europe

Digitalisierung auf dem
Shopfloor als Antwort auf
den Fachkraftemangel

Miroslaw Dziuba
Prettl Electronics

Intelligente Vorrichtungen
zur Fehlervermeidung - wie
Lotsysteme die Elektronik-
fertigung optimieren
Dominik Alfers

Rosnick

Robotergestiitztes
Priifkonzept elektronischer
Baugruppen bei kleinen
LosgroRen

Richard Scheicher

BMK

PAUSE FUR GESPRACHE UND NETZWERKEN IN DER AUSSTELLUNG

Proportionale THT-
Anschlussflachen nach
IEC 61188-6-3

Michael Schleicher
Semikron Danfoss

IPC-7352 - PCB Design
Perfektion startet in der
Bibliothek

Karl-Heinz Kluwetasch
CSK - CAD Systeme
Kluwetasch

ENDE DER VORTRAGE

STADTFUHRUNG
90-minutige Tour

ABENDVERANSTALTUNG

Neues Verfahren fiir
additive Elektronikfertigung
mit Mehrlagentechnik fiir
hochpolige Bauteile

Prof. Ludger Overmeyer

Uni Hannover ITA

Innovation in der Elektronik-
produktion: Additive Verfah-
ren verbessern die Qualitat
von Leiterplatten

Kai Keller

Notions Systems

Kupfer auf der Leiterplatte
messen: Vom Flachen-
gewicht zur Dicke der
Kupferschicht

Volker Klafki

Technolam

Digitalisierung einer
Leiterpatten-Innenlagen-
Fertigung

Sven Nehrdich
ASS Luippold

MANAGEMENT

Digitale Leadgenerierung
als Start der Kunden-
beziehung - ein
notwendiges Muss
Florian Schildein, butter
and salt tech marketing

Best Practice - 5 KI-
Anwendungen, welche
Elektronikfertiger morgen
umsetzen konnen

Jan Hepke

Cosmo Consult

Szenariobasiertes Ma-
nagement fiir die deutsche
EMS-Industrie

Dr. Ralf Hasler
Lacon

Easy Lifecycle Management:
Das Morgen im Heute
entwickeln, ausbauen und
sichern!

Mario Krause

Bender

Decoupling von Leiterplat-
ten: Buzzword oder Chance?
Uber die Wichtigkeit stabiler
Lieferketten aus Europa
David Miller

KSG

Die digitale Revolution in
der Leiterplattenindustrie:
Kollaboration neu gedacht

Nils Minor
Luminovo



Donnerstag, 19. September 2024
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ANMELDUNG AM FED-EMPFANG
UND BESUCH DER AUSSTELLUNG

EROFFNUNG DES

ZWEITEN KONFERENZTAGES

KEYNOTE: WIE UNS INNERE STARKE ZUM ZIEL FUHRT

Marc Gassert

PAUSE UND BESUCH DER AUSSTELLUNG

DESIGN

Automatische Optimierung
von Power Modulen -

Minimierung der Induktivitat

durch Pin-Platzierung
Florian Bauer
Siemens EDA

Isolationskoordination mit
einfachen Mitteln optimiert

Bernd Gebert
Wittenstein

PAUSE MIT MITTAGSIMBISS UND BESUCH DER AUSSTELLUNG

High Speed Design in
der Praxis — mit und ohne
komplexe Simulation

Ralf Briining
Zuken

Highlights aus dem neuen
High-Speed-Leitfaden des
FED

Dr. Rainer Thiringer
TH Mittelhessen

ENGINEERING

Entwicklungszeitverkiirzung
durch friihzeitige Design-
Checks

Stefan Burmeister
Beflex

D(f)X Moglichkeiten und
Grenzen der Analysetools

Thomas Mickl
Zollner Elektronik

Anbindung an PCB-Kabel-
konfektion

Stefan-Johannes Paul
SJP Consulting

Technical Cleanliness im
PCB-Design und der PCB-
Fertigung

Rainer Assfalg
Altair

FERTIGUNG

Wellenloten von CFP2-HP
(SOD323HP)

Helge Schimanski
ISIT Itzehoe

Optimale technische
Sauberkeit beim Laser-
Nutzentrennen

Patrick Stockbriigger
LPKF

Ressourcen- und CO2-
Minimierung beim Loten
und Schutzlackieren

Paul Wild
Rehm Thermal systems

Lotpastendruck ohne
Stufenschablone

Michael Mendel
Almit

PAUSE FUR GESPRACHE UND NETZWERKEN IN DER AUSSTELLUNG

High-Speed-Design for
Manufacturing von Leiter-
platten

Andreas Dreher
Wirth Elektronik

Basismaterialqualifizierung
fiir GHz-Anwendungen

Hermann Reischer
Polar Instruments

SCHLUSSWORT ZUR

Status Quo Kiinstliche
Intelligenz in der EDA -
Bedrohung oder Nutzen fiir
PCB-Designer?

Dirk Mller

FlowCad

Electronic Lifecycle Ma-
nagement — durchgangiger
Datenaustausch und firmen-
weite Zusammenarbeit
Christian Keller

Altium

32. FED-KONFERENZ IN DER AUSSTELLUNG

ENDE DER VERANSTALTUNG

Dampfphasenloten -
Die alternative
Lottechnologie

Tobias Tuffentsammer
Asscon

Assistenzsysteme beim
THT-Loten

Reinhardt Seidel
FAU

MANAGEMENT

A bisserl was geht immer -
Nachhaltigkeit ist mehr als
Umweltschutz

Freddy Weber
Elektrotechnik Weber

Die Treibhausgasbilanz

in den Griff bekommen:
Von belastbaren Daten zu
umsetzbaren MaRnahmen
Karsten Schischke
Fraunhofer IZM

Der Warenfluss im
SMD-Lager und die
Fehlerquelle Mensch

Andreas Keller
Smartrep

Ein durchgangiges
ESD-Schutzkonzept nach
IEC 61340-5-1

Markus Keinath
KEINATH Electronic

Zero Admin -
zero Problem

Bjorn Koppe
PKN Datenkommunikation

Funktionale und
Cybersicherheit in
industriellen Anwendungen

Florian Kiel
TUV Rheinland



Anmeldung und Preise

Friihbucherrabatt 1

0% bis 21. Juli 2024 (gilt fiir K1

Konferenzteilnahme (Preise in EUR) FED-Mitglied  Nichtmitglied
KT  Konferenz 1 Tag am Mi, 18.09.2024 inkl. Abendveranstaltung 605 880
K2  Konferenz 1 Tag am Do, 19.09.2024 550 800
K3  Konferenz 2 Tage, 18. und 19.09.2024 inkl. Abendveranstaltung 1.050 1.490
K4  Begleitperson Abendveranstaltung, 18.09.2024 ab 20:00 Uhr 95 130

Die Preise fiir die Konferenzteilnahme (K1, K2, K3) sind von der Mehrwertsteuer befreit. Pos. K4 zzgl. 19% MwsSt. In den Teilnahmegebiihren (K1, K2, K3) sind enthalten:
Konferenzteilnahme (Keynotes, Vortrdge, Besuch der Fachausstellung, Tagungsmappe, Mittagessen, Pausensnacks, Pausengetranke, K1 und K3 inkl. Abendveranstaltung

am 18.09.2024)
Firmenausstellung (Preise in EUR zzgl. MwSt)) FED-Mitglied  Nichtmitglied
A1 Aussteller Premium 2 Tage, 18. und 19.09.2024 3.990 5.990

freie Platzwahl It. Ausstellerplan, Stand B 3,00 m x T 2,00 m, 2 Standbetreuer
inkl. Konferenzteilnahme (K3), 1 Tisch, 2 Stiihle, Werbepaket (P1,P3,P4)

A2 Aussteller Classic 2 Tage, 18. und 19.09.2024 1.990 2.990
B 3,00 m x T 2,00 m, 1 Standbetreuer inkl. Konferenzteilnahme (K3), 1 Tisch, 2 Stiihle

A3 Zusitzlicher Standbetreuer inkl. Konferenzteilnahme (gleiche Leistung wie K3) 890 1.190
Werbe-/Sponsoringleistungen (Preise in EUR zzgl. MwSt.) FED-Mitglied  Nichtmitglied
P1 Logo Webseite 32. FED-Konferenz mit Link zur Unternehmenswebsite 490 650
P3  Logo Konferenzapp 490 650
P4 Logo Plenarveranstaltung 490 650

[=] 55 =]

Anmeldung und Teilnahmebedingungen
unter www.fed-konferenz.de [=]

Tagungsort Kontakt

Congress Centrum Ulm / Maritim Hotel Ulm FED

Basteistralle 40 Fachverband Elektronikdesign

89073 UIm und -fertigung e. V.
Frankfurter Allee 73C

Ubernachtungen 10247 Berlin

Buchen Sie Ihre Ubernachtungen friihzeitig, da die Zimmeranzahl jeweils begrenzt ist. Tel. +49 30 340 60 30 50

Buchungslink unter www.fed-konferenz.de/tagungsort/ Fax +49 30 340 60 30 61

www.fed-konferenz.de
konferenz@fed.de



